
  مراحل زیر را انجام دهید: بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران جهت شرکت در           
  http://conf.uok.ac.ir/isoc23  سمینار شوید. گاهوبوارد  براي ثبت نام .1

 .یدکلیک نمایثبت نام  	در مرحله دوم بر روي گزینه .2
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 و تایید نمایید.  وارد کرده با دقت در صفحه جدید اطلاعات خواسته شده را .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

پروفایل رد وا انتخاب شده گذارواژهو نام کاربرياستفاده از و با  ورود به همایشانتخاب گزینه  باسپس  .4
  د.ویش خود شخصی

 
                      

  د.ام نماییدنسبت به تعیین گذرواژه جدید اق ی توانید از قسمت بازیابیه، ماژفراموش کردن گذرو در صورت                     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

خش ب پانل کاربري و انتخاب طریق را از هاچکیده مقاله توانیدپس از تکمیل اطلاعات شخصی، می .5
 .ارسال نمایید مقالات

  

   وارد کردن عنوان چکیده مقاله، انتخاب طراحی مطالعه و موضوع مقاله بر اساس محورهاي سمینار.گام اول: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 انگلیسی انتخاب شود



  
  

  .)اختیاري( نویسندگانوارد کردن مشخصات گام دوم: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

وان در و انتخاب یک عن فایل زیپ در صورت داشتن دو چکیده مقاله( چکیده مقاله ورد بارگذاري فایلگام سوم: 
  )چکیده دو گام اول براي هر

  
  
  
  
  

 چکیده انتخاب شود



  
  

دانشجویی  ارتتصویرکبه همراه   را اسکان هزینه شرکت در سمینار و ،ایران هاي حق ثبت نام انجمن شیمیفیش اسکن: گام چهارم
   .)کیلوبایت 500با حجم کمتر از و   JPEG با فرمت( بارگذاري نمایید یک فایل زیپ در

  
                   

  هنگام پذیرش در سمینار به همراه داشته باشید. اي واریزي و کارت دانشجویی رااصل فیش ه                          
  

  ینار ایمیل سمها را همراه با توضیحات به ، چکیده اصلاح شده یا فیشیرایشعدم امکان و یلبه دل                            
     ارسال نمایید.                           

  
       هافیش یا کیدهچ ،ي اسکن شدههاو فیش در صورت وجود هرگونه مشکل در ارسال چکیده مقالات                      
  را همراه با توضیحات به ایمیل سمینار ارسال نمایید.                          
                       

  
  


